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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 1: Généralités

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes Internationales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la recommandation de la CEl et la norme nationale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEl 60748-1 a été établie par le sous-comité 47A: Circuits intégrés,
du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs a semiconducteurs.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiéere édition, parue en 1984, 'amendement 1
(1991), 'amendement 2 (1993) et 'amendement 3 (1995). Cette édition constitue une révision
technique.

La présente norme doit étre utilisée conjointement avec la CEI 60747-1 et la CEI 60050-521.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
47A/637/FDIS 47A/648/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2010. A cette
date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou

+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 1: General

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60748-1 has been prepared by subcommittee 47A: Integrated
circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 1984, amendment 1 (1991),
amendment 2 (1993), and amendment 3 (1995). This edition constitutes a technical revision.

This standard shall be read in conjunction with IEC 60747-1 and IEC 60050-521.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
47A/637/FDIS 47A/648/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that this publication remains valid until 2010. At this date, in
accordance with the committees decision, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
« amended.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60748-1-2002

FHOTVONYE/IHON VY - ‘PaHWIT NOD3IIW OL d3ISN3DIT

‘NV3ANg ATddNS 009 A9 A3ITddNS ‘ATNO NOILVYOOTSIHL 1V 3SN TYNYILNI J0d


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-1-2002
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60748-1-2002

-6- 60748-1 © CEI:2002

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
CIRCUITS INTEGRES -

Partie 1: Généralités

1 Domaine d'application et objet

La présente partie de la CEl 60748 fournit des informations générales sur les circuits intégrés.

L'objet de cette partie de la CEIlI 60748 est de donner des informations sur les principes
généraux ou les exigences générales applicables a la série CEl 60748 qui comprend les
normes concernant les diverses catégories ou sous-catégories de circuits intégreés.

2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour [l'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non

datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEIl 60050-521, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 521: Dispositifs a
semiconducteurs et circuits intégrés 1)

CEIl 60319:1999, Présentation et spécification des données de fiabilité pour les composants
électroniques

CEIl 60617-12:1997, Symboles graphiques pour schémas — Partie 12: Opérateurs logiques
binaires

CEI 60617-13:1993, Symboles graphiques pour schémas — Partie 13: Opérateurs analogiques

CEIl 60747-1:1983, Dispositifs a semiconducteurs — Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Premiere partie: Généralités

CEI 60748 (toutes les parties), Dispositifs a semiconducteurs — Circuits intégrés

3 Présentation et prescriptions relatives a la série CEl 60748

A l'étude.

NOTE Actuellement, le chapitre Ill de la CEI 60747-1 s'applique, dans la mesure du possible.

4 Terminologie
Pour les besoins de cette partie de la CEl 60748, les définitions relatives aux circuits intégrés

donnés au chapitre 1V de la CEl 60747-1, les définitions de la CElI 60050-521 ainsi que les
définitions suivantes s'appliquent.

1) A publier. Documents
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
INTEGRATED CIRCUITS -

Part 1: General

1 Scope and object

This part of IEC 60748 gives general information on integrated circuits.

The object of this part of IEC 60748 is to provide information on the general principles or
requirements applicable to the IEC 60748 series, which includes the standards for the various
categories or sub-categories of integrated circuits.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60050-521, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 521: Semiconductor
devices and integrated circuits?)

IEC 60319:1999, Presentation and specification of reliability data for electronic components
IEC 60617-12:1997, Graphical symbols for diagrams — Part 12: Binary logic elements
IEC 60617-13:1993, Graphical symbols for diagrams — Part 13: Analogue elements

IEC 60747-1:1983, Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits — Part 1:
General

IEC 60748 (all parts), Semiconductor devices — Integrated circuits

3 Presentation and requirements of the IEC 60748 series

Under consideration.

NOTE For the time being, chapter Ill of IEC 60747-1 applies as far as possible.

4 Terminology
For the purposes of this part of IEC 60748, the definitions relevant to integrated circuits given

in chapter IV of IEC 60747-1, the definitions of IEC 60050-521 as well as the following
definitions apply.

1) To be published. Documents
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4.1 Termes généraux

411
borne (d'un dispositif & semiconducteurs)
élément conducteur destiné a assurer une connexion extérieure

[VEI 521-05-02]

4.1.2

électrode (d'un dispositif a semiconducteurs)

eélément conducteur en contact avec un semiconducteur et destiné a remplir une ou plusieurs
des fonctions suivantes: émettre ou collecter des électrons ou des trous, ou agir sur leur
mouvement

[VEI 521-05-01]

4.1.3

borne non connectée

borne sans connexion interne qui peut étre utilisée comme relais pour un cablage extérieur
sans perturber la fonction du dispositif, si la tension appliquée a cette borne (par l'intermédiaire
du cablage) ne dépasse pas la valeur limite de la tension d'alimentation la plus élevée du
circuit

NOTE 1 L'abréviation est NC (non connectée).

NOTE 2 Si I'on peut appliquer des tensions plus élevées, il convient de le préciser.

41.4

borne non utilisée

borne qui n'est pas utilisée dans les applications normales et qui peut ou non avoir une
connexion interne

NOTE L'abréviation est NU.

4.1.5

microélectronique

domaine de la science et de l'ingénierie qui traite des circuits électroniques fortement minia-
turisés et de leur utilisation

[VEI 521-10-01]

4.1.6
électronique intégrée
art et technologie de la conception, de la fabrication et de I'utilisation des circuits intégrés

4.1.7
caractéristiques de verrouillage des circuits intégrés

NOTE Les symboles littéraux donnés dans les titres sont uniquement des exemples. Ills montrent que le symbole
littéral pour une caractéristique de verrouillage particuliéere est obtenu en ajoutant un indice supplémentaire
normalisé a l'indice du symbole littéral pour la tension particuliére ou le courant particulier.

4.1.71

état de verrouillage

état réversible caractérisé par un chemin conducteur persistant de faible impédance, et
résultant du déclenchement d'une structure bipolaire a quatre couches consécutif au courant
résultant d'une surtension a I'entrée, a la sortie ou sur I'alimentation

[VEI 521-10-11]
41.7.2

phénomeéne de verrouillage
processus qui résulte en un état de verrouillage
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4.1 General terms

411
terminal (of a semiconductor device)
conductive element provided for external connection

[IEV 521-05-02]

4.1.2

electrode (of a semiconductor device)

conductive element in electric contact with a semiconductor that performs one or more of the
functions of emitting or collecting electrons or holes, or of controlling their movements

[IEV 521-05-01]

4.1.3

blank terminal

terminal that has no internal connection and that can be used as a support for external wiring
without disturbing the function of the device, if the voltage applied to this terminal (by means
of the wiring) does not exceed the highest supply voltage rating of the circuit

NOTE 1 The abbreviation should be NC (no internal connection).

NOTE 2 If higher voltages are acceptable, this should be stated.

4.1.4

non-usable terminal

terminal that is not used in normal applications and that may or may not have an internal
connection

NOTE The abbreviation should be NU.

4.1.5

microelectronics

field of science and engineering that deals with highly miniaturized electronic circuits and their
use

[IEV 521-10-01]

4.1.6
integrated electronics
art and technology of the design, fabrication and use of integrated circuits

4.1.7
latch-up characteristics of integrated circuits

NOTE The letter symbols given in the titles are examples only. They show how the letter symbol for a particular
latch-up characteristic is composed by adding a standardized additional subscript to the subscript in the letter
symbol for the particular voltage or current.

41.71

latch-up state

reversible state in which a low-impedance path has resulted from and persists following the
current resulting from an input, output or supply overvoltage that triggers a parasitic four-layer
bipolar structure

[IEV 521-10-11]

4.1.7.2
latch-up
process that results in a latch-up state
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4.1.7.3

courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage (Icc(L), Ipp(L))

courant circulant par une borne d'alimentation spécifiée d'un circuit intégré lorsque ce circuit
est en état de verrouillage

4.1.7.4

courant de maintien a I'état de verrouillage (Icc(L)mins IDD(L)min)

courant (d'alimentation) a I'état de verrouillage minimal nécessaire pour maintenir un circuit
intégré en état de verrouillage

4.1.7.5

tension (d'alimentation) a I'état de verrouillage (Vcc(L), Vpp(L))

tension d'alimentation entre les bornes correspondantes du dispositif a un courant
d'alimentation spécifié lorsque le circuit intégré est en état de verrouillage

4.1.7.6

courant de verrouillage (Ixjatchs Ziatch)

courant le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne déterminée d'un circuit
intégré qui entraine le phénoméne de verrouillage

4.1.7.7

tension de verrouillage (¥xjatch, Viatch)

tension la plus faible d'une durée spécifiée qui, appliquée entre deux bornes déterminées d'un
circuit intégré, entraine le phénoméne de verrouillage

4.1.7.8

courant d'alimentation de verrouillage (Icciatchs IDDIatch)

courant le plus faible d'une durée spécifiée circulant par une borne d'alimentation déterminée
d'un circuit intégré qui entraine le phénomeéne de verrouillage

41.7.9

tension d'alimentation de verrouillage (Vcciatch» VDDlatch)

valeur la plus faible d'une tension d'alimentation d'une durée spécifiée appliquée aux bornes
correspondantes d'un circuit intégré qui entraine le phénomeéne de verrouillage

4.1.8 Poubelle

4.1.8.1
données périmées
données qui ne sont plus nécessaires

4.1.8.2
collecte des données périmées
processus qui identifie les zones de stockage qui peuvent étre réutilisées

4.2 Types de dispositifs

4.21

dispositif a semiconducteurs

dispositif dont les caractéristiques essentielles sont dues au flux de porteurs de charge a
I'intérieur d'un semiconducteur

NOTE Cette définition comprend les dispositifs dont les caractéristiques essentielles sont dues en partie
seulement au flux de porteurs de charge dans un semiconducteur mais qui sont considérés comme des dispositifs a
semiconducteurs pour la spécification.

[VEI 521-04-01]
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41.7.3

latch-up state (supply) current (Icc(L), Ipp(L))

current flowing either in or out of a specified supply terminal of an integrated circuit when the
integrated circuit is in the latch-up state

4.1.7.4

latch-up state holding current (Icc(L)mins IDD(L)min)

minimum latch-up state (supply) current necessary to hold an integrated circuit in the latch-up
state

41.7.5

latch-up state (supply) voltage (Vcc(L), Vpp())

supply voltage between the relevant device terminals at a specified supply current when the
integrated circuit is in the latch-up state

4.1.7.6

latch-up current (Ixjatchs liatch)

lowest current of a specified duration flowing either in or out of a specified terminal of an
integrated circuit that causes latch-up to occur

4.1.7.7

latch-up voltage (Vxjatchs Viatch)

lowest voltage of a specified duration applied to a specified terminal of an integrated circuit
that causes latch-up to occur

4.1.7.8

latch-up supply current (Icciatch, IDDlatch)
lowest current of a specified duration flowing either into or out of a specified supply terminal

of an integrated circuit that causes latch-up to occur

41.7.9

latch-up supply voltage (Vcciatchs VDDIatch)
lowest value of a supply voltage of a specified duration applied to the relevant device

terminals of an integrated circuit that causes latch-up to occur

4.1.8 Garbage

4.1.8.1
garbage data
data that are no longer needed

4.1.8.2
garbage collection
process that identifies the storage zones that can be reused

4.2 Types of devices

4.2.1

semiconductor device

device whose essential characteristics are due to the flow of charge carriers within a semi-
conductor

NOTE The definition includes devices whose essential characteristics are only in part due to the flow of charge
carriers in a semiconductor but that are considered as semiconductor devices for the purpose of specification.

[IEV 521-04-01]
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4.2.2

microstructure

dispositif électronique qui a une forte densité d'éléments de circuits et qui est considéré
comme une seule unité

[VEI 521-10-02]

4.2.3

circuit intégré

microstructure dans laquelle tous les éléments de circuit ou certains d'entre eux sont associés
de fagon inséparable et interconnectés électriquement de fagon qu'elle soit considérée comme
indivisible pour la construction et le commerce

[VEI 521-10-03]

NOTE 1 Les normes du CE 47 de la CEI sur les circuits intégrés a semiconducteurs se réféerent généralement aux
circuits intégrés qui sont congus comme des microstructures.

NOTE 2 Afin de mieux définir la nature d'un circuit intégré, des termes qualificatifs supplémentaires peuvent étre
ajoutés. Par exemple:

— circuit intégré monopuce;

— circuit intégré multipuce;

— circuit intégré a couches minces;

— circuit intégré a couches épaisses;

— circuit intégré hybride a couches;

— circuit intégré hybride a semiconducteurs.

4.2.4
circuit intégré a semiconducteurs
dispositif a semiconducteurs congu comme un circuit intégré

[VEI 521-10-05]

4.2.5
circuit intégré monopuce
circuit intégré a semiconducteurs constitué d'une seule puce

NOTE En anglais, I'emploi du terme «monolithic semiconductor integrated circuit» est déconseillé.

4.2.6

circuit intégré multipuce

circuit intégré a semiconducteurs contenant au moins deux puces
[VEI 521-10-10]

NOTE En anglais, I'emploi du terme «polylithic semiconductor integrated circuit» est déconseillé.

4.2.7

circuit intégré a couches

circuit intégré dont les éléments de circuit, y compris les interconnexions, sont des éléments a
couches formés a la surface d'un substrat isolant

NOTE Les éléments a couches peuvent étre actifs ou passifs.

[VEI 521-10-06]

4.2.8

circuit intégré hybride

circuit intégré constitué d'une combinaison d'au moins deux composants intégrés ou discrets
ou des composants des deux types

NOTE Pour identifier un type spécifique de circuit intégré hybride, il convient que des qualificatifs supplémentaires
soient apposés (par exemple a couches) et qu'une définition spécifique soit fournie.
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4.2.2

microcircuit

electronic device that has a high circuit-element density and that is considered to be a single
unit

[IEV 521-10-02]

4.2.3

integrated circuit

microcircuit in which all or some of the circuit elements are inseparably associated and
electrically interconnected so that it is considered to be indivisible for the purpose of cons-
truction and commerce

[IEV 521-10-03]

NOTE 1 IEC TC 47 standards on semiconductor integrated circuits generally refer to integrated circuits that are
designed as microcircuits.

NOTE 2 To further define the nature of an integrated circuit, additional qualifiers may be prefixed. For example:
— single-chip integrated circuit;

— multi-chip integrated circuit;

— thin-film integrated circuit;

— thick-film integrated circuit;

— hybrid integrated circuit;

— hybrid semiconductor integrated circuit.

4.2.4
semiconductor integrated circuit
semiconductor device designed as an integrated circuit

[IEV 521-10-05]

4.2.5
single-chip integrated circuit
semiconductor integrated circuit containing only a single chip (die)

NOTE The use of the term “monolithic semiconductor integrated circuit” is deprecated.

4.2.6

multi-chip integrated circuit

semiconductor integrated circuit containing two or more chips
[IEV 521-10-10]

NOTE The use of the term “polylithic semiconductor integrated circuit” is deprecated.

4.2.7

film integrated circuit

integrated circuit whose circuit elements, including the interconnections, are film elements
formed on the surface of an insulating substrate

NOTE The film elements may be active or passive.

[IEV 521-10-06]

4.2.8

hybrid integrated circuit

integrated circuit formed by a combination of two or more integrated components or discrete
components or both

NOTE To identify a specific type of hybrid integrated circuit, additional qualifiers (for example, film) should be
prefixed and a specific definition should be provided.
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4.3 Caractéristiques d'écrétage des circuits intégrés

431

courant d'écrétage d'entrée Ik

courant d'entrée dans une région de résistance d'entrée différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.3.2

courant d'écrétage de sortie Igk

courant de sortie dans une région de résistance de sortie différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.3.3

tension d'écrétage d'entrée Vg

tension d'entrée dans une région de résistance d'entrée différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.3.4

tension d'écrétage de sortie Vgk

tension de sortie dans une région de résistance de sortie différentielle faible qui permet de
limiter I'excursion en tension

4.4 Concepts technologiques

4.4.1

couche (d'un circuit intégré a couches)

couche de matériau solide formée par tout procédé de dépdt sur un substrat ou sur d'autres
couches déposées sur un substrat

[VEI 521-10-07]

4.4.2

couche mince (d'un circuit intégré a couches)

couche générée par un procédé d'accrétion tel que le dépdt en phase vapeur ou la pulvé-
risation sous vide

[VEI 521-10-08]

4.4.3
couche épaisse (d'un circuit intégré a couches)
couche générée par un procédé d'impression ou d'autres techniques similaires

[VEI 521-10-09]

4.4.4
couche plaquée
couche obtenue par dépdt chimique et/ou électrochimique

4.4.5
feuille
couche de matériau solide qui peut étre manipulée indépendamment d'un substrat

4.4.6

circuit (a connexion) multicouche

circuit possédant plusieurs couches d'interconnexions entre les couches séparées par au
moins une couche isolante ou un espace

4.4.7

couche protectrice

couche de matériau isolant appliquée sur les éléments de circuit afin d'assurer une protection
mécanique et climatique et d'éviter toute contamination Documents
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4.3 Clamping characteristics of integrated circuits

4.3.1

input clamping current Ik

input current in a region of low differential input resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.3.2

output clamping current Igk

output current in a region of low differential output resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.3.3

input clamping voltage Vik

input voltage in a region of low differential input resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.3.4

output clamping voltage Vgok

output voltage in a region of low differential output resistance that serves to limit the voltage
excursion

4.4 Technological concepts

4.4.1

film (of a film integrated circuit)

layer of solid material formed by any deposition process upon a substrate or upon other films
deposited on a substrate

[IEV 521-10-07]

4.4.2
thin film (of a film integrated circuit)
film produced by an accretion process such as vapour phase deposition or vacuum sputtering

[IEV 521-10-08]

4.4.3
thick film (of a film integrated circuit)
film produced by a printing process or other related techniques

[IEV 521-10-09]

4.4.4
plated film
film obtained through chemical and/or electrochemical deposition

4.4.5
foil
layer of solid material that can be handled independently of a substrate

4.4.6

multilayer (connection) film circuit

circuit having more than one layer of film interconnections separated by at least one
insulating film or gap

4.4.7

protective coating

layer of insulating material applied over the circuit elements for the purpose of mechanical
and climatic protection and prevention of contamination
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4.4.8

enrobage

procédure utilisant des résines qui peuvent étre durcies pour former un corps enrobant
I'assemblage électronique, par exemple

— coulage;

— moulage;

— immersion;

— moulage par transfert

4.4.9

dépot en phase vapeur

dépbt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides a partir
d'une source de matériau en phase vapeur par dép6t physique ou par réaction chimique

[VEI 521-03-15]

4.4.10

pulvérisation sous vide

procédé de formation de couches minces par lequel un bombardement d'ions ou une autre
énergie est utilisé pour libérer des particules d'une source solide qui se déposent ensuite sur
une surface proche

[VEI 521-03-17]

4.4.11

sérigraphie

dépbt de couches métalliques, isolantes ou semiconductrices sur des substrats solides par
pression de pates a travers des écrans

[VEI 521-03-16]

4.4.12

substrat (d'un circuit intégré a couches)

partie de matériau formant un support pour les éléments de circuit a couches et si possible les
composants rajoutés

4.5 Types particuliers de circuits intégrés

4.5.1

circuit intégré hybride a couches

circuit intégré a couches dans lequel la majorité des éléments de circuit sont produits en tant
qu'éléments a couches sur un substrat et qui est complété par des éléments rajoutés montés
sur le substrat ou ailleurs dans le boitier

4.5.2

circuit intégré hybride a semiconducteurs

circuit intégré a semiconducteurs dans lequel la majorité des éléments de circuit sont produits
en tant qu'éléments de circuit a semiconducteurs et qui est complété par des composants
rajoutés dans le bofitier

4.5.3
circuit intégré passif hybride a couches
circuit intégré hybride a couches dans lequel tous les éléments de circuit sont passifs

4.5.4

circuit intégré actif hybride a couches
circuit intégré hybride a couches dans lequel au moins un élément de circuit est actif
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4.4.8

embedding

process using resins that can be hardened to produce a body embedding the electronic
assembly, for example

- casting;

potting;
dip-coating;

- transfer moulding

4.4.9

vapour-phase deposition technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates from a
source material in the vapour phase by physical deposition or chemical reaction

[IEV 521-03-15]

4.4.10

sputtering

process for forming films in which ion bombardment or other application of energy is used to
free particles from a solid source that become deposited on a nearby surface

[IEV 521-03-17]

4.4.11

screen-printing technique

deposition of conducting, insulating or semiconducting films on to solid substrates by pressing
pastes through screens

[IEV 521-03-16]

4.4.12

substrate (of a film integrated circuit)

piece of material forming a supporting base for film circuit elements and possibly added
components

4.5 Particular device types of integrated circuits

4.51

hybrid film integrated circuit

film integrated circuit in which the main part of the circuit elements is produced as film
elements on a substrate and that is completed by added components mounted on the
substrate or elsewhere in the package

4.5.2

hybrid semiconductor integrated circuit

semiconductor integrated circuit in which the main part of the circuit elements is produced as
semiconductor circuit elements and that is completed by added components in the package

4.5.3
passive hybrid film integrated circuit
hybrid film integrated circuit in which all circuit elements are passive

4.5.4

active hybrid film integrated circuit
hybrid film integrated circuit in which at least one circuit element is active
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4.5.5
circuit intégré a couches minces
circuit intégré a couches dont les éléments de circuit sont des éléments a couches minces

NOTE En général, les éléments a couches sont formés par des techniques de dépdt sous vide, complétées si
possible par d'autres techniques de dépét.

4.5.6
circuit intégré a couches épaisses
circuit intégré a couches dont les éléments de circuit sont des éléments a couches épaisses

5 Symboles littéraux

5.1 Lettres fondamentales

Seuls les articles et les paragraphes relatifs aux lettres fondamentales du chapitre V de
la CEI 60747-1 sont applicables.

5.2 Indices pour les circuits intégrés digitaux
5.21 Tensions et courants
5.21.1 Premier indice

Il indique la borne a laquelle la grandeur électrique est mesurée.

Le type de borne est identifié par un des symboles suivants:

| = borne d'entrée
O ou Q = borne de sortie

NOTE 1 La liste ci-dessus n'est pas exhaustive.

NOTE 2 Actuellement, pour la borne d'alimentation, on répéte l'indice ou bien on utilise pour indice les lettres S
ou P, mais on ne peut présentement indiquer aucune préférence.

5.2.1.2 Deuxiéme indice
Il indique le domaine dans lequel se situe le niveau de la tension considérée.

H indique le domaine le plus positif
L indique le domaine le moins positif

NOTE Cette convention s'applique, que la lettre fondamentale indique la tension ou qu'elle indique le courant.

5.2.1.3 Troisiéme indice (si nécessaire)

Il indique une valeur définie de la grandeur électrique indiquée par la lettre fondamentale.

Le systéme préférentiel est:
A = la valeur la plus positive (la moins négative) du domaine
B = la valeur la moins positive (la plus négative) du domaine

NOTE 1 On donne des exemples d'application de ce systéme a la figure 1.

NOTE 2 |l est reconnu que, pendant une période de transition, les symboles «max» et «min» peuvent exister.
Dans ce cas, il faut indiquer leur sens précis (c'est-a-dire: valeur algébrique, valeur absolue, etc.).
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